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(54) Anordnung mit einer Leiterplatte und mindestens einem Stift sowie Verfahren zum Anbringen

von Stiften an einer Leiterplatte.

(57) Die Anordnung umfasst eine Leiterplatte (1), welche eine
Obet- und Unterseite aufweist, mindestens einen Stift einer ers-
ten Art (11), welcher zum Anschluss eines ersten elektrischen
Leiters aus der Oberseite der Leiterplatte (1) herausragt, und
mindestens einen Stift einer zweiten Art (12), welcher durch eine
Durchgangséffnung (1b) in der Leiterplatte (1) hindurchgefiihrt
und zum Anschluss eines zweiten elektrischen Leiters aus der
Unterseite der Leiterplatte (1) herausragt.

Beim Vertahren zum Anbringen der Stifte (11, 12) an der
Leiterplatte (1) wird der Stift der zweiten Art (12) durch die
Durchgangséftnung (1b) in der Leiterplatte (1) hindurchgefuhrt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Anordnung mit einer Leiterplatte und mindestens einem Stift ge-
méss Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie auf ein Verfahren zum Anbringen von Stiften an einer Leiterplatte geméss Ober-
begriff des Anspruchs 14.

[0002] Es ist bekannt, eine Leiterplatte («printed circuit board», PCB) mit einem oder mehreren Stiften zu versehen, um
daran einen elektrischen Leiter, z.B. einen Einzeldraht oder ein Kabel anschliessen zu kénnen (vgl. z.B. US 6 280 246
B1 und EP 1 801 919 A2).

[0003] Zur Kontaktierung der Stifte mit der Leiterplatte wird u.a. die sogenannte «Pin-in-Paste»-Technik eingesetzt
(«PIP»), flr welche auch die Bezeichnung «Through-Hole-Reflow-Technology» (THR) verwendet wird. Diese Technik er-
laubt es, die Stifte gleichzeitig mit den cberflachenmontierbaren Bauelementen («Surface-Mounted-Device», SMD) an der
Leiterplatte anzubringen. Dazu wird auch an den fiir die Stifte vorgesehenen Kontaktdffnungen in der Leiterplatte Lotmittel
in Form einer Lotpaste aufgetragen, die beim Anbringen der Stifte in der jeweiligen Kontaktéffnung verteilt und anschlies-
send erwarmt wird. Nach AbkUhlen ist eine dauerhafte elekirische Verbindung zwischen Stift und Leiterplatte gebildet.

[0004] Damit die PIP-Technik anwendbar ist, ist der jeweilige Stift so zu dimensionieren, dass die Lange beschrénkt ist,
mit welcher das Kontaktende des Stiftes aus der Unterseite der Leiterplatte herausragt. Typischerweise ist diese Lange im
Bereich von 0.1 und 0.2 mm. Ein zu langes Kontaktende wiirde dazu fiihren, dass es bei der Montage die Lotpaste aus der
Kontaktéffnung an der Unterseite der Leiterplatte herausstiesse und somit die Gefahr einer ungentigenden elektrischen
Verbindung bestinde.

[0005] Die PIP-Technik, wie sie bis jetzt angewandt wurde, erlaubt daher nur auf einer Seite der Leiterplatte Stifte vorzu-
sehen, was die Moglichkeiten der Verbindung mit einem elektrischen Leiter beschrénkt.

[0006] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Anordnung mit einer Leiterplatte und mindestens einem Stift
sowie ein Verfahren zum Anbringen von Stiften an einer Leiterplatte anzugeben, wobei die Anordnung und das Verfahren
mehr Méglichkeiten der Verbindung mit einem elektrischen Leiter bieten.

[0007] Diese Aufgabe wird durch die Anordnung geméss Anspruch 1 und das Verfahren gemass Anspruch 14 geldst. Die
weiteren Ansprliche geben bevorzugte Ausflihrungen der erfindungsgeméssen Anordnung und des erfindungsgemassen
Verfahrens sowie einen Aktuator mit einer erfindungsgeméssen Anordnung an.

[0008] Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines Ausflihrungsbeispiels unter Bezugnahme auf Figuren erldutert.
Es zeigen

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht der erfindungsgeméssen Anordnung;
Fig. 2 die Anordnung gema&ss Fig. 1 in einer perspektivischen Ansicht von unten;
Fig. 3 eine Explosionsansicht von Halteelement und Stiften der Anordnung gemass Fig. 1;

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht von Halteelement und Stiften geméss Fig. 3 im zusammengeflgten Zustand von
unten;

Fig. 5 eine Explosionsansicht der Anordnung gemass Fig. 1; und

Fig. 6 einen Aktuator mit einer Anordnung gemass Fig. 1.

[0009] Fig. 1 zeigt eine Anordnung mit einem Trager in Form einer Leiterplatte 1, auf welcher elektronische Bauelemente
5 und ein Halteelement 15 mit Stiften der ersten Art 11 sowie mit Stiften der zweiten Art 12 angeordnet sind.

[0010] Die elektronischen Bauelemente 5 sind als oberflachenmontierbare Bauelemente (SMD) ausgebildet, die mittels
Oberflachenmontagetechnik («Surface-Mounted-Technology», SMT) an der Leiterplatte 1 angebracht sind, indem sie Uber
Itbare Anschlussflachen direkt auf der Leiterplatte 1 geldtet sind. Die Bauelemente 5 bilden z.B. eine Steuerungselektronik
fur einen Elektroantrieb eines Aktuators und umfassen dazu ein Chipgehéuse mit einer integrierten Schaltung.

[0011] Die Stifte 11, 12 sind am Halteelement 15 gehalten und ragen beidseitig aus der Leiterplatte 1 heraus, so dass
sie im Wesentlichen gerade Verbindungsenden aufweisen. Die Stifte der ersten Art 11 sowie die Stifte der zweiten Art 12
bilden jeweils den mannlichen Teil einer Steckverbindung in Form eines Einbausteckers.

[0012] Das Halteelement 15 ist einstlickig ausgebildet und aus einem elektrisch isolierenden Material gefertigt, das derart
temperaturbestanding ist, dass es auch bei einer Anwendung der PIP-Technik schadlos den dort auftretenden Tempera-
turen ausgesetzt werden kann. Als Material eignet sich z.B. Kunststoff.

[0013] Die Stifte 11 und 12 sind jeweils einstlickig und aus Metall gefertigt und haben im vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel
einen rechteckigen Querschnitt.
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[0014] Wie in Fig. 2 angedeutet, weist die Leiterplatte 1 Kontakistellen la auf, welche in vorgegebener Weise uber (in den
Figuren nicht dargestellten) Leiterbahnen mit den elektrischen Bauelementen 5 verbunden sind. Eine jeweilige Kontakt-
stelle la weist eine durch die Leiterplatte 1 durchgehende Offnung auf, in welche das Kontaktende 11a, 12a eines Stiftes
11, 12 greift, und ist Uber ein Lot mit dem Kontaktende 11a, 12a elektrisch verbunden. Die Leiterplatte 1 weist weitere
Durchgangséffnungen 1b auf, aus welchen die Verbindungsenden 12b der Stifte der zweiten Art 12 herausragen.

[0015] Wie Fig. 3 zeigt, sind die Stifte der ersten Art 11 im Wesentlichen gerade ausgebildet. Der jeweilige Stift 11 ist
zwischen dem Kontaktende 11a und dem Verbindungsende 11b mit einer Verdickung 11c versehen, welche im zusam-
mengesetzten Zustand in einer Durchgangséfinung 15¢ im Halteelement 15 zu liegen kommt, wodurch der Stift 11 sicher
am Halteelement 15 gehalten ist.

[0016] Der jeweilige Stift der zweiten Art 12 weist ein U-férmig gebogenes Ende auf, indem das Kontaktende 12a iber
ein quer dazu angeordnetes Stiftsegment 12¢ mit dem Verbindungsende 12b verbunden ist.

[0017] Das Halteelement 15 weist seitlich Einschnitte 15a auf, welche eine sich verjlingende Form haben und in welchen
die Kontaktenden 12a im zusammengefligten Zustand eingeklemmt sind. Das Halteelement 15 weist Durchgangséffnun-
gen 15d auf, welche jeweils in einem Vorsprung 15b enden, der auf der Unterseite des Halteelements 15 gebildet ist.

[0018] Im zusammengefligten Zustand wie er in Fig. 4 zu sehen ist, sind die Verbindungsenden 12b durch die Durch-
gangséffnungen 15d hindurchgeflihrt und ragen aus den Vorspriingen 15b heraus. Bei den Stiften der ersten Art 11 sowie
zweiten Art 12 ragen die Kontaktenden 11a und 12a aus der selben Seite des Halteelements 15 mit einerim Wesentlichen
gleichen Lange L heraus. Die Lénge L ist so auf die Dicke D der Leiterplatte 1 abgestimmt, dass das mit den Stiften 11,
12 versehene Halteelement 15 geeignet ist, mittels der PIP-Technik an der Leiterplatte 1 zu befestigen (vgl. auch Fig. 5).
Typischerweise ist L hdchstens das Doppelte von D und bevorzugt héchstens das Anderthalbfache von D.

[0019] Nebst Vorsehen einer fur die PIP-Technik geeigneten Lange L der Kontaktenden 11a, 12a gewéhrleistet das Hal-
teelement 15 auch einen sicheren Halt der Stifte 11, 12 an der Leiterplatte 1. Insbesondere sind mittels des Halteelements
15 auch Stifte 11, 12 sicher an der Leiterplatte 1 gehalten, die besonders lange Verbindungsenden 11b, 12b aufweisen.

[0020] Die Anordnung ist wie folgt herstellbar:

Die Verbindungsenden 12b der Stifte 12 werden durch die Durchgangséffnungen 15d des Halteelements 15 hindurchge-
steckt. Anschliessend werden die Stifte 12 gebogen, um das U-férmige Ende zu bilden, und die Kontaktenden 12a der
Stifte 12 in den Einschnitten 15a eingeklemmt. Es ist auch denkbar, die Stifte 12 bereits vorher zu biegen und dann am
Halteelement 15 anzubringen.

[0021] Die Kontaktenden 11a der Stifte 11 werden durch die Durchgangséffnungen 15¢ des Halteelements 15 getrieben.

[0022] Zur Kontaktierung der Bauelemente 5 und der Stifte 11, 12 mit der Leiterplatte 1 ist die Oberflachenmontagetechnik
(SMT) in Kombination mit der PIP-Technik einsetzbar. Dazu wird die Leiterplatte 1 auf der Oberseite, welche die Kontakt-
seite bildet, mit Lotpaste oder einem anderen geeigneten Lotmittel versehen, so dass sich diese auf den fiir die Bauele-
mente 5 vorgesehenen Kontaktstellen sowie auf den fir die Kontaktenden 11a, 12a vorgesehenen Kontaktstellen 1a be-
findet. Die Durchgangséffnungen 1b flr die Verbindungsenden 12b der Stifte 12 bleiben dabei frei von Lotpaste. Dadurch
ist gewahrleistet, dass die Verbindungsenden 12b nicht verschmutzt werden, wenn sie durch die Durchgangséffnungen
1b gesteckt werden.

[0023] Die Bauelemente 5 und das Halteelement 15 mit den Stiften 11, 12 werden auf die Oberseite der Leiterplatte 1
gelegt. Dabei werden die Verbindungsenden 12b der Stifte 12 durch die Durchgangséffnungen 1b hindurchgeflihrt, wie
dies in Fig. 5 angedeutet ist. Die Vorspriinge 15b des Halteelements 15 kommen dabei in den Durchgangséffnungen 1b
zu liegen und die Verbindungsenden 12b ragen aus der Unterseite der Leiterplatte 1 heraus. Im Weiteren durchdringt das
jeweilige Kontaktende 11a, 12a beim Anbringen auf der Oberseite der Leiterplatte 1 die Lotpaste, so dass diese in der
jeweiligen Durchgangsbffnung la der Kontaktstelle 1a verteilt wird.

[0024] Anschliessend wird zum Aufschmelzen der Lotpaste die bestiickte Leiterplatte 1 in (iblicher Weise erhitzt, z.B.
mittels Wiederaufschmelzldten («reflow soldering»). Nach dem Abkiihlen sind die Bauelemente 5 und die Kontaktenden
12a, 12b dauerhaft mit den entsprechenden Kontaktstellen elektrisch verbunden.

[0025] Die Anordnung geméss Fig. 1 ist z.B. Teil eines Aktuators, wie er in Fig. 6 zu sehen ist. Dieser umtasst einen in
einem Aktuatorgehéuse 19 angeordneten Elektroantrieb 20, der mit einem ersten Steckergehduse 21 versehen ist. Das
Aktuatorgehduse 19 weist weiter ein nach aussen gerichtetes zweites Steckergehduse 22 auf. Die Anordnung mit der
Leiterplatte 1 und den Stiften 11, 12istim Aktuatorgeh&use 19 aufgenommen, wobei die Stifte der ersten Art 11in das erste
Steckergehduse 21 eingesteckt sind, um sie so mit den Spulen des Elektroantriebs 20 zu verbinden. Zur Kontaktierung
der Stifte der zweiten Art 12 ist in das zweite Steckergehause 22 eine Kupplung anschliessbar, die den weiblichen Teil der
Steckverbindung bildet und die am Ende eines Kabels angebracht ist.

[0026] Die erfindungsgemasse Anordnung und das erfindungsgemasse Verfahren haben u.a. den Vorteil, dass beidseitig
der Leiterplatte ein elektrischer Leiter an den Stiften anschliessbar ist.

[0027] Im Weiteren ist es mdglich, die Stifte der ersten sowie zweiten Art gleichzeitig mit den elektronischen Bauelemen-
ten an der Leiterplatte anzubringen. Insbesondere kann die PIP-Technik in Kombination mit der Oberfl&chenmontagetech-
nik verwendet werden. Dabei ist sichergestellt, dass die Verbindungsenden der Stifte der ersten sowie zweiten Art nicht
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mit Lotmittel verschmutzt und die Kontaktenden der Stifte mittels des Lotmittels zuverléssig elektrisch mit der Leiterplatte
verbunden werden. Insgesamt kann die Herstellungsanlage zur Herstellung der Anordnung vereinfacht und die Herstel-
lungszeit der Anordnung reduziert werden.

[0028] Aus der vorangehenden Beschreibung sind dem Fachmann zahlreiche Abwandiungen zuganglich, ohne den
Schutzbereich der Erfindung zu verlassen, der durch die Anspriiche definiert ist.

[0029] Die Stifte 11 oder 12 brauchen nicht unbedingt eine Steckverbindung zu bilden. Es ist auch denkbar, einen Stift
direkt mit einem als elektrischen Leiter dienenden Draht zu kontaktieren, indem dieser z.B. um den Stift gewickelt wird.

[0030] Die Anzahl der Stifte 11 oder 12 braucht nicht so zu sein wie in den Figuren gezeigt, sondern ist an den jeweiligen
Anwendungszweck der Anordnung angepasst.

Patentanspriiche

1.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

Anordnung mit einer Leiterplatte (1), welche eine Ober- und Unterseite aufweist, und

mit mindestens einem Stift einer ersten Art (11), welcher zum Anschluss eines ersten elektrischen Leiters aus der
Oberseite der Leiterplatte (1) herausragt, gekennzeichnet durch

mindestens einen Stift einer zweiten Art (12), welcher durch eine Durchgangséffnung (1b) in der Leiterplatte (1) hin-
durchgefiihrt und zum Anschluss eines zweiten elektrischen Leiters aus der Unterseite der Leiterplatte (1) herausragt.

Anordnung nach Anspruch 1, wobei die Stifte (11, 12) jeweils ein Kontaktende (11a, 12a) aufweisen, welches mit einer
Kontaktstelle (1a) der Leiterplatte (1) verbunden ist, und ein Verbindungsende (11b, 12b), an welchem der jeweilige
Leiter anschliessbar ist.

Anordnung nach Anspruch 2, wobei die jeweilige Kontaktstelle (12) durch eine Kontakt6ffnung in der Leiterplatte (1)
gebildet ist, in welche ein Kontaktende (11a, 12a) eines Stiftes (11, 12) ragt.

Anordnung nach einem der vorangehenden Anspriiche, wobei der Stift der zweiten Art (12) ein U-férmig gebogenes
Ende (12a, 12¢) aufweist.

Anordnung nach einem der Anspriche 2 bis 4, wobei das Verbindungsende (11b) des Stiftes der ersten Art (11) und
das Verbindungsende (12b) des Stiftes der zweiten Art (12) im Wesentlichen gerade sind und in im Wesentlichen
entgegengesetzten Richtungen zeigen.

Anordnung nach einem der vorangehenden Anspriiche, mit einem Halteglement (15), an welchem die Stifte (11, 12)
gehalten sind und welches an der Leiterplatte (1) angebracht ist.

Anordnung nach Anspruch 8, wobei das Halteelement (15) mindestens einen Einschnitt (15a) aufweist, in welchem
ein Teil des Stiftes der zweiten Art (12) gehalten ist.

Anordnung nach einem der Anspriiche 6 bis 7, wobei das Halteelement (15) mindestens einen Vorsprung (15b)
aufweist, welcher in eine Durchgangséffnung (1b) in der Leiterplatte (1) greift.

Anordnung nach Anspruch 8, wobei die Durchgangséffnung (1b), in welche der Vorsprung (15b) greift, die Durch-
gangséffnung (1b) ist, durch welche hindurch der Stift der zweiten Art (12) geflihrt ist.

Anordnung nach einem der vorangehenden Anspriiche, mit mehreren Stiften der ersten Art (11), die zur Bildung einer
ersten Steckverbindung dienen.

Anordnung nach einem der vorangehenden Anspriiche, mit mehreren Stiften der zweiten Art (12), die zur Bildung
einer zweiten Steckverbindung dienen.

Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprlche, welche einen Steuerungselektronik fiir einen Aktuator bildet.
Aktuator mit einer Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprliche und einem Elektroantrieb (20).

Verfahren zum Anbringen von Stiften an einer Leiterplatte (1), welche eine Ober- und Unterseite aufweist, wobei
mindestens ein Stift einer ersten Art (11) an der Leiterplatte (1) so angebracht wird, dass er zum Anschluss eines
ersten elektrischen Leiters aus der Oberseite der Leiterplatte (1) herausragt, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens ein Stift einer zweiten Art (12) durch eine Durchgangséffnung (1b) in der Leiterplatte (1) hindurchgeflihrt
wird, so dass er zum Anschluss eines zweiten elektrischen Leiters aus der Unterseite der Leiterplatte (1) herausragt.

Verfahren nach Anspruch 14, wobei die Leiterplatte (1) an den Kontaktstellen (1a) flrr die Stifte (11, 12) mit Lotmittel
versehen wird.

Verfahren nach Anspruch 15, wobei die jeweilige Kontakistelle durch eine Kontaktdffnung (1a) in der Leiterplatte (1)
gebildet ist und das Lotmittel an der Oberseite der Leiterplatte (1) aufgetragen wird und der jeweilige Stift (11, 12)
in eine KontaktOffnung (1a) eingefligt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 15 bis 16, wobei das Lotmittel zusammen mit der Leiterplatte (1) und den Stiften
(11, 12) erwarmt wird.



18.

19.
20.
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Verfahren nach einem der Anspriiche 14 bis 17, wobei die Stifte (11, 12) an einem Halteelement (15) eingefligt werden,
welches an der Leiterplatte (1) angebracht wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 14 bis 18, wobei der Stift der zweiten Art (12) U-férmig gebogen wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 14 bis 19, das zur Herstellung einer Anordnung nach einem der Anspriiche
1 bis 12 verwendet wird.
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